
— 1 —

摘   要：全球经济体对半导体产业的重视程度日益加深，纷纷出台相关政策与战略措施等加强对半导

体产业发展的支持。分析主要经济体在半导体领域的战略布局、战略规划，有助于中国把握半导体行

业的发展先机，获取国际竞争优势。通过梳理美国、欧盟、日本和韩国等经济体 2023 年以来在半导体

领域的政策规划，总结各国重点布局的方向、特点和规律。研究发现，各经济体主要在战略、投资、供

应链和技术管制层面进行布局，美国在半导体领域展开全面布局与多维度合作，欧盟在供应链安全及

技术创新层面加强布局：日本积极促进供应链多元化并注重提升产业竞争力，韩国全面推动半导体产业

发展与技术创新。基于以上发现，提出了全球经济体在半导体领域的布局给中国带来的启示。
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全球主要经济体半导体领域面向未来的战略布局
及对中国的启示

半导体产业作为现代信息技术产业发展的核

心，是支撑国民经济发展、改变人类生产生活方式、

促进可持续发展、保障国家安全的战略性、基础性、

先导性产业 [1]。半导体技术是人工智能、物联网和

量子计算等数字产业发展的基础 [2]，被广泛应用于

计算机、通信设备以及汽车等领域，对经济增长、

技术进步起到显著的带动效应 [3]。随着国际政治竞

争从“地缘政治时代”向“技术政治时代”的演变 [4]，

半导体产业已成为全球主要经济体争夺科技高地的

关键领域，不仅是衡量一个国家科技实力和产业竞

争力的重要标志，也是国家安全的重要组成部分。

2023 年以来，全球政治经济的不确定性为半导体

产业的发展带来了新的挑战，例如，产业周期的

下行、全球化进程的中断和供应链的不稳定等。为

了应对这些挑战，各国积极出台相关的政策、战略

与举措，全力布局半导体产业。

从中国来看，半导体技术作为科技行业发展的

算力“底座”，充当新质生产力的先锋队。在国家

政策的引导下，中国半导体产业不断发展，取得了

巨大成就 [5]。然而，随着国内外环境的不断变化，

中国半导体产业想要实现跨越式发展，依然面临严

峻的考验。因此，准确掌握世界主要经济体在半导

体领域的发展动向及未来战略规划，对于中国认识

全球半导体产业的部署情况、获取国际竞争优势和

把握半导体行业发展的先机至关重要。2023 年以

来，美国、欧盟、日本和韩国等国家和地区纷纷出

台相关政策和战略措施，积极推进半导体产业布局。

本研究旨在对这些地区 2023 年以来的战略规划及

政策法规进行详细梳理和分析，以期为中国半导体

产业的发展提供参考和借鉴。

1　全球主要经济体半导体领域的战略布局

1.1　美国：全面布局与多维度合作

美国半导体领域呈现出全面且多维度的布局

特点，重点在于加强国内外的合作伙伴关系、提升

技术创新能力、确保供应链的多元化与安全性，同
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时通过出口管制和投资限制保障国家安全与经济利

益（见表 1）。

第一，美国通过构建技术联盟，加强与盟友的

合作伙伴关系，以重构半导体产业生态体系。美国

不断加强与墨西哥、加拿大、印度、日本和韩国等

国家的合作，促进半导体基础设施建设并重塑供应

链体系，增强产业的竞争力和韧性。例如，美国和

加拿大签署联合声明，通过建立“北美芯片走廊”

构建安全可靠的北美供应链，同时，美国将投资

5 000 万美元，推进半导体和印刷电路板封装研究，

加拿大则为半导体项目提供高达 2.50 亿加元（约

1.82 亿美元）资金 [7]；美国、日本、澳大利亚和印度

启动“四方投资者网络”（QUIN）并成立顾问委员会，

以促进关键技术和供应链方面的合作、协同和共同

投资，重点关注人工智能、半导体、清洁能源和关

键矿产、移动网络以及量子信息科学领域 [6]；美国和

印度召开关键和新兴技术倡议（iCET）第二次会议

并宣布，将围绕半导体供应链安全等领域加强两国

政府、工业界和学术界之间的合作 [8]；美国和墨西哥

将合作开发半导体供应链，以减少对中国大陆和中

国台湾的技术依赖 [9]。

第二，美国通过持续加强技术研发投资为半导

体相关企业提供资助，提升国内制造能力，构建半

导体生态系统。例如，美国商务部宣布成立由半导

体产业专家、政府官员和金融领域高管等构成的专

家团队，监管《芯片与科学法案》的政府补贴资金，

进一步促进美国半导体制造及研究 [10]。美国政府

启动《芯片与科学法案》首批资助流程，投资 390 亿

美元支持商业半导体工厂新建、扩建项目 [11]；同

时，政府启动约为 30 亿美元的“国家先进封装制

造计划”（NAPMP）[12]，提升美国半导体的先进

封装能力，弥补半导体产业链中的不足，具体举措

包括：一是通过建立先进封装试点设施，加速封装、

设备和工艺方面的创新及技术转移转化；二是推进

数字化工具的研发，减少先进封装工程需要的时间

和成本；三是推动产业界、学术界等与政府建立合

作关系，共同培养先进封装领域的人才。在具体企

业支持层面，美国政府相继为美光公司、三星电子

公司的扩张提供高昂的补贴，促进半导体产业基础

设施的发展，其中，美国为美光公司提供 61.4 亿

美元支持其在纽约州和爱达荷州的尖端内存制造项

目，为三星电子公司提供高达 64 亿美元的直接资

助，支持其在德克萨斯州打造计算机芯片制造和研

发产业集群 [13]。此外，美国白宫科技政策办公室

于 2024 年 3 月发布《国家微电子研究战略》[14]，

以促进其微电子创新生态系统的发展，并提出 4 项

表 1　美国半导体领域实施的策略

策略 具体措施 时间

构建技术联盟 美国和加拿大建立“北美芯片走廊” 2023 年 3 月

美国、日本、澳大利亚和印度启动“四方投资者网络” 2023 年 5 月

美国和墨西哥将合作开发半导体供应链 2024 年 3 月

美国和印度围绕半导体供应链安全等领域加强合作 2024 年 6 月

加强技术研发投资 美国商务部成立专家团队监管 527 亿美元半导体补贴资金 2023 年 2 月

美国政府启动首批芯片资助申请流程资助 390 亿美元 2023 年 2 月

美国启动 30 亿美元的“国家先进封装制造计划” 2023 年 11 月

美国发布《国家微电子研究战略》[14] 2024 年 3 月

美国政府分别为美光公司、三星电子公司的扩张提供 61.4 亿美元、64 亿美元的支持 2024 年 4 月

加大技术出口管制
力度

美国欲遏制对华半导体、人工智能和量子计算的投资 2023 年 5 月

美国商务部发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则 2023 年 9 月

美国商务部大幅度限制人工智能芯片的出口 2023 年 10 月

美国或将施压日本和荷兰进一步限制在华半导体业务 2024 年 6 月
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关键目标：促进和加快未来微电子技术的发展、扩

大和建设从研究到制造的微电子基础设施、加大微

电子技术人才的培养以及创建充满活力的微电子创

新生态系统。

第三，美国不断加大技术出口管制力度，通过

各种出口管制手段以及黑名单等措施 [15]，维护国

家安全并遏制潜在对手科技能力的发展。例如，美

国商务部发布实施《芯片和科学法案》国家安全保

护措施的最终规则 [16]，核心规定包括：一是禁止

芯片基金受助人 10 年内在其他相关国家扩大半导

体材料生产能力；二是限制受助人与相关外国实体

开展某些联合研究或技术许可活动。同时，美国商

务部大幅度限制人工智能芯片的出口，进而所谓限

制中国“获得可能推动 AI 和精密计算机领域突破

的先进制程半导体的途径”[17]。此外，美国政府考

虑新的规则以限制企业投资和技术流入从事先进半

导体、人工智能和量子计算的中国公司。美国拟通

过施压日本和荷兰进一步限制在华半导体业务，试

图敦促日本和荷兰就东京电子（Tokyo Electron）和

阿斯麦（ASML）公司对华业务施加更多限制，以

限制中国发展高带宽内存（HBM）芯片的能力 [18]。

上述策略不仅凸显了美国在保护关键技术、促

进国内外产业合作与提升全球竞争力方面的努力，

也反映了其在应对全球化挑战、确保经济安全和技

术优势方面的全方位考量。 

1.2　欧洲：供应链安全与技术创新

欧洲的半导体战略聚焦于增强供应链的自主性

与安全，并且在技术创新与产能扩张方面采取了明确

的措施（见表 2）。在供应链安全方面，欧盟发布的《芯

片法案》强调，一是通过吸引芯片制造商及供应商的

投资，提高半导体制造业的生产能力并确保供应链安

全和弹性；二是通过建立危机应对机制，加大力度监

测原材料及芯片供应情况等信息，进而评估欧盟半导

体供应面临的风险 [19]。同时，欧盟委员会推出监测半

导体供应链的警报试点系统 [20]，旨在加强风险评估、

提高供应链透明度。荷兰政府公布半导体生产设备的

出口管制措施，限制最新型号的深紫外（DUV）光刻

设备出口中国，进一步强化了对技术的保护和供应链

自主性的重视 [21]。在技术创新与产能扩张方面，欧盟

及各成员国的半导体战略也在不断强调技术创新和产

能提升。欧盟委员会宣布投资 81 亿欧元（约 86 亿美

元）用于“IPCEI ME/CT”（欧洲共同利益重点项目——

微电子和通信技术项目）[22]，支持 56 家中小企业和

初创公司所承担的 68 个项目，其涵盖了从材料、工

具到芯片设计、制造工艺的微电子和通信技术研发的

整个价值链。欧盟发布的《芯片法案》斥资 430 亿欧

元（约 475 亿美元）加强技术创新并加速欧洲芯片

产能的提升，以实现到 2030 年半导体市场份额达到

20%（截至 2023 年 4 月为 10%）的目标 [19]。德国政

府计划拨款 200 亿欧元（约 221 亿美元）扶植半导

体制造业，支持产业发展 [23]。法国政府拨款 29 亿

欧元（约 31 亿美元），帮助芯片制造商意法半导

体（STMicro）和格芯（Global Founderies）在法国东

南部新建半导体工厂 [24]。

表 2　欧盟半导体领域实施的策略

策略 具体措施 时间

供应链安全 欧盟委员会推出监测半导体供应链的警报试点系统 2023 年 5 月

荷兰政府公布半导体生产设备的出口管制措施 2023 年 6 月

欧盟发布的《芯片法案》强调提高半导体制造业的生产能力并确保供应链安全和弹性 2023 年 9 月

技术创新与
产能扩张

欧盟委员会宣布投资 81 亿欧元（约 86 亿美元）用于“IPCEI ME/CT”（欧洲共同利
益重点项目——微电子和通信技术项目）

2023 年 6 月

法国政府拨款 29 亿欧元（约 31 亿美元）助力企业建立半导体工厂 2023 年 6 月

德国政府计划拨款 200 亿欧元（约 221 亿美元）扶植半导体制造业 2023 年 7 月

欧盟发布的《芯片法案》称加强技术创新并加速欧洲芯片产能的提升 2023 年 9 月

1.3　日本：供应链多元化与产业竞争力

日本半导体战略主要聚焦供应链多元化和提

升产业竞争力（见表 3）。首先，通过研发投资提

升产业竞争力。2023 年 6 月，日本政府批准 130 亿

·创新战略与政策·
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美元补充预算草案及其修订的《半导体和数字产业

战略》，加强对尖端半导体和生成式人工智能等先

进技术的研发和生产，预计到 2030 年本国国产半

导体的销售额将增加两倍，达到 15 万亿日元（约

1 080 亿美元）以上 [25]。其次，日本通过加强国际

合作促进供应链多元化，日本经济产业省与荷兰

经济事务和气候政策部签署《半导体领域合作备忘

录》，推动产学研合作 [26]；日本与印度签署《半

导体领域合作备忘录》，成为继美国之后第二个与

印度签署共同开发半导体生态系统和确保其全球供

应链弹性的协议的合作伙伴 [27]。此外，日本也借

助出口管制手段保护先进技术，避免技术外流。为

了配合美国遏制中国制造先进芯片的能力，日本于

2023 年 3 月宣布对华半导体出口限制清单，涵盖

光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、热处理设备、

清洗设备和检测设备等六大品类 23 项产品 [28]。日

本于 2023 年 4 月宣布，将半导体和量子相关的 4 个

品类列为新的出口管制对象 [29]。同年 5 月宣布将

在半导体、先进电子零部件、蓄电池、机床及工业

机器人、飞机零部件等五大关键产业领域实施更为

严格的监管措施，以遏制技术外泄风险 [30]。这些

措施共同构成了日本半导体战略的核心，不仅促进

了国内外的技术合作与产业发展，也加强了其在全

球半导体供应链中的安全与自主性。

表 3　日本半导体领域实施的策略

策略 具体措施 时间

通过研发投资提升
产业竞争力

日本政府批准 130 亿美元补充预算草案及其修订的《半导体和数字产业战略》 2023 年 6 月

日本与荷兰签署《半导体领域合作备忘录》 2023 年 6 月

日本与印度签署《半导体领域合作备忘录》共同开发半导体生态系统 2023 年 7 月

借助出口管制手段保护
先进技术，避免技术外流

日本将限制 23 种半导体设备对华出口  2023 年 3 月

日本将半导体和量子计算相关的 4 个品类列为新的出口管制对象 2023 年 4 月

日本经济产业省宣布，将在半导体、先进电子零部件等五大关键产业领域实
施更为严格的监管措施

2023 年 5 月

1.4　韩国：全面推动产业发展与技术创新

韩国的半导体战略致力于强化本国国内产业

基础、加大研发投资、培育技术专业人才以及促进

半导体生态系统的形成（见表 4）。在研发投资方

面，韩国从不同层面加大投资促进半导体产业的发

展，涉及技术研发、基础设施研发、税收优惠和中

小企业支持等。韩国斥资 26 万亿韩元（约 190 亿

美元）实施的半导体产业一揽子支持计划 [31]，支

持半导体公司的大规模投资，延长投资税收抵免。

同时，韩国政府加大直接财政投入，包括为新项目、

高端 AI 芯片研发提供资金。例如，韩国在半导体

等关键技术领域投资约 160 万亿韩元（约 1 220 亿

美元）用于研发，以培育半导体、显示器和下一代

电池这三大关键技术领域的研究能力 [32]。另外，

韩国政府通过扩大对半导体行业的税收优惠，激励

更多的企业投资于半导体领域，根据韩国芯片法

案——《税收特例管制法》，中小企业的税收抵免

率由 16% 提高到 25%、中型和大型企业由 8% 提

高到 15%[33]。在人才培养方面，韩国立足于未来半

导体产业发展的高技能专业人才需求，分层次投资

创新人才的培养，以满足产业发展所需的高技能专

业人才供应。对于半导体专业的大学生，韩国预计

在未来 4 年内投资 540 亿韩元（约 4 080 万美元）协

助高校人才培养 [34]；对于半导体领域高级专业人

才，韩国政府向“产业创新人才成长支援”计划 [35]

提供 1 356 亿韩元（约 1 亿美元），特别为培养半

导体领域高级专业人才分配了 100 亿韩元（约 782 万

美元）。在生态系统建设方面，韩国政府不断吸引

芯片制造工厂及相关企业构建工业园区，在首尔附

近京畿道建设全球最大的尖端系统半导体集群并实

施相关的扶持策略 [36]，在国内形成强大的尖端系

统产业生态系统，进一步促进了设计、制造到后工

序的全链条协同发展，从而确保其在全球半导体产

业中的竞争力和领导地位。
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表 4　韩国半导体领域实施的策略

策略 具体举措 时间

研发投资 韩国芯片法案——《税收特例管制法》 2023 年 3 月

韩国在半导体等关键技术领域投资约 160 万亿韩元（约 1 220 亿美元）用于研发 2024 年 2 月

韩国宣布一项 26 万亿韩元（约 190 亿美元）的半导体产业一揽子支持计划 2024 年 5 月

人才培养 韩国政府向“产业创新人才成长支援”计划提供 1 356 亿韩元（约 1 亿美元）支持 2024 年 1 月

韩国预计在未来 4 年内投资 540 亿韩元（约 4 080 万美元）协助高校人才培养 2024 年 2 月

生态系统建设 韩国宣布在首尔附近京畿道建立全球最大的尖端系统半导体集群 2023 年 3 月

2　全球半导体领域布局的特点及规律

通过分析发现，全球主要经济体在半导体领域

主要通过战略布局、投资补贴、供应链安全以及技

术管制 4 个方面增强竞争力和自主力，进一步加速

产业的技术革新和产业生态构建。

2.1　战略布局层面

全球经济体对半导体产业的重视日益加深，纷

纷通过并公布各自的“芯片法案”，以加强对半导

体产业发展的支持。美国战略布局主要在于推动产

业集群的形成，加强先进制造技术的研发及应用，

以及提升整个产业链的竞争力，包括对逻辑芯片和

先进封装工厂的建设投资，以及提高传统技术芯片

生产能力等举措。韩国的战略布局着眼于巩固和提

升其在系统半导体及存储器市场的领导地位，通过

税收优惠和技术创新，建设世界级的半导体产业集

群。欧盟借助欧洲芯片法案的实施，集中力量募集

资金，推动欧洲半导体产业的整体发展和技术自主

创新，吸引更多的投资，从而加速产业生态的完善

和技术进步。英国与印度则注重提升本土半导体产

业的研发和生产能力，同时，建设相关研究和教育

基础设施，为产业发展奠定坚实的基础。

2.2　投资补贴层面

在生成式人工智能的驱动下，全球经济体不断

加大半导体领域的投资力度、投资范围，在基础设

施、技术发展、税收优惠和人才培养等方面予以资

金支持（见表 5）。美国通过《芯片与科学法案》

给予 390 亿美元的资金支持，加强其半导体产业的

基础设施建设，包括建设微电子中心和加强先进封

装技术研发等。韩国通过巨额投资计划，支持半导

体人才培养、关键技术研发及高端人工智能芯片产

业的发展，进一步加强其在全球市场的竞争力。欧

盟、日本和德国等经济体也启动了相应的资助计划，

投入巨资用于微电子和通信技术的创新，以及本土

半导体制造业的扶植。印度快速发展其半导体产业，

通过财政投资鼓励国内外企业参与，积极争取其在

全球产业链中发挥更大的作用。

2.3　供应链安全层面

全球主要经济体积极开展双边及多边合作，以

应对全球半导体供应链的不确定性。由于地缘政治

紧张、贸易壁垒增加等的影响，2023 年全球半导体

供应链面临多重挑战，加剧了供应链的不稳定性。

面对单一来源的风险，各国积极寻求双边或多边合

作，致力于提高供应链的多元化和韧性，且形成了

以美国、欧盟、日本和韩国为核心的合作网络。其中，

美国在全球范围内建立了一系列合作关系，主要与

印度、加拿大、韩国、日本和墨西哥等国家合作及“印

太经济框架”成员国签署的一系列半导体供应链合

作协议，加强供应链合作。此外，日本与印度、荷

兰等国家的合作，都着重于构建健全的供应链和加

强供应链安全。这些举措不仅强化了供应链的物理

构成，也涉及技术交流、资源共享以及共同研发等。

2.4　技术管制层面

随着半导体技术竞争日益加剧，技术管制成为

各国保持领先优势的重要举措。美国在 2023 年进

一步加强了对半导体关键技术的出口管制，特别是

对中国的出口限制。例如，美国商务部 2023 年 4 月

13 日宣布将 12 家中国半导体实体企业加入出口黑

名单，同年 10 月 6 日宣布将 42 家中国企业列入禁

止出口清单。此外，美国进一步加强对 AI 芯片、

半导体技术的出口管制。欧洲和亚洲部分国家也在

·创新战略与政策·
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审视和调整各自的技术出口策略，以保护本国的技

术优势和安全。例如，荷兰政府公布了芯片制造设

备的出口管制措施，限制最新型号的深紫外光刻设

备出口中国；日本开始限制 23 种半导体制造设备

对华出口。

3　对中国半导体产业发展的启示

全球经济体持续发力半导体产业，不断强化政

府对半导体产业的推动作用。各国政府均在国家层

面制定了发展战略及方案，纷纷发布“芯片法案”，

并在基础设施、技术发展、税收优惠和人才培养等

领域加大投资。鉴于全球主要经济体在半导体领域

的布局特点与规律，分析其为中国半导产业的发展

带来的启示。

3.1　技术创新

半导体产业具有技术密集型的特征，高度依

赖技术创新。政府、产业界和学术界应该通力合作，

形成关键技术攻关的强大合力，体系化突破半导

体领域的关键技术难题。第一，建议设立专项研

发基金，部署并加快实施半导体领域的重大科技

项目，加快关键核心技术的攻关，实现关键技术

领域的自主可控，确保产业链、供应链安全。第二，

建议加速推进半导体产业园区和产业集群的构建，

通过集中资源和优化产业布局，促进技术交流、

创新合作，并吸引更多的投资，从而实现产能的

显著提升和产业链的高效整合。第三，强化企业

科技创新的主导地位，支持企业负责或参与重大

科技项目，并通过提供税收优惠、土地使用优惠

和研发资金补助等措施，促进技术创新效率和技

术成果转化率。

3.2　人才培养

人才是推动技术创新和产业发展的关键要素。

随着全球半导体市场的快速发展，对专业人才的需

求也在不断增加。因此，建立全面、高效的人才培

养体系尤为重要。第一，建议政府积极投资高等教

育机构的基础设施建设，特别是先进实验室和研发

中心的创建，进而为学生提供更多的机会参与半导

体相关的实践项目，激发学生的创新精神和实践能

表 5　全球主要经济体在半导体领域的投资情况

国家 投资额 资助内容

美国 390 亿美元 [12] 半导体工厂新建、扩建或改建项目

2.38 亿美元 [37] 建设 8 个微电子中心

4 800 万美元 [38] 半导体材料、器件和功率

30 亿美元 [39] 先进封装技术

韩国 525 亿韩元（约 4 181 万美元）[40] 半导体行业零部件和设备的发展

47 万亿韩元（约 360 亿美元）[41] 半导体工业园区

540 亿韩元（约 4 080 万美元）[34] 半导体人才

160 万亿韩元（约 1 220 亿美元）[32] 半导体技术

8262 亿韩元（约 6.3 亿美元）[42] 高端 AI 芯片

欧盟 81 亿欧元（约 88 亿美元）[43] 芯片设计、制造工艺技术的研发和创新

430 亿欧元（约 471 亿美元）[19] 半导体供应链、技术和产业等

英国 10 亿英镑（约 12 亿美元）[44] 芯片供应链

1 亿英镑（约 1.2 亿美元）[45] 购买高性能人工智能芯片

德国 200 亿欧元（约 220 亿美元）[46] 芯片制造

日本 2 万亿日元（约 130 亿美元）[25] 芯片产业发展
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力。第二，围绕构建“战略科学家、一流科技领军

人才、创新团队、青年科技人才、卓越工程师”等

多层次人才体系，实施有针对性的资助和培养计划，

培育半导体领域的领军人物和创新团队，从而推动

半导体产业的创新驱动和可持续发展。第三，鼓励

高校与半导体企业建立紧密的合作关系，共同开发

人才培养计划，为学生提供实习、就业机会。通过

产学研合作项目，为学生参与前沿科研项目提供，

接触最新的技术动态和行业需求，提升其研究和解

决实际问题的能力。

3.3　供应链布局

受地缘政治、公共卫生事件和自然灾害等不确

定因素的影响，全球半导体供应链面临前所未有的

挑战，迫使各经济体重新考虑半导体供应链的安全

性。第一，基于各国对半导体供应链的布局，应通

过建立供应链监控系统，关注各国出口管制的动态，

及时发现潜在的供应中断风险，并制定应对策略；

第二，调整税收政策、投资政策和产业政策等各类

政策工具，鼓励企业寻找和建立替代供应链渠道，

减少对单一来源的依赖；第三，加大对国内半导体

产业链的投资，以增强国内供应链的自给自足能力，

进一步提升产业竞争力和自主可控能力。

3.4　多维度合作

在全球化背景下，半导体领域合作伙伴关系

和国际合作模式正在经历重要变革。美国、欧盟、

日本和韩国等经济体之间形成的合作网络，体现了

全球半导体产业合作的深度和广度。随着技术民族

主义的兴起和地缘政治因素的加剧，传统的开放创

新 [47] 和全球价值链分工的国际合作理念正面临挑

战 [48]，迫使各国从新的角度审视和调整其半导体

产业的国际合作策略。因此，第一，建议重新审视

技术民族主义下的国际合作理念，寻求平衡本土技

术创新与全球科技交流的策略，建立更加开放和包

容的国际合作框架；第二，在国际层面积极参与和

推动半导体技术和产业的交流与合作，为企业提供

国际合作的平台和机会；第三，积极参与半导体行

业国际标准的制定，提升国家在全球半导体产业中

的话语权和影响力。 ■
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Abstract: Based on the specific background of the game between China and the United States, this paper 
comprehensively uses literature research, data comparison, case analysis and other methods to make an in-depth 
comparison of the development of science and technology finance between the two countries from the aspects 
of financial supply side, science and technology demand side, and science and technology finance coordination 
mechanism. It is believed that the United States has advantages in the system mechanism and innovation ability 
on the demand side of science and technology and the supply side of finance. On this basis, the paper puts forward 
policy suggestions to promote the high-quality development of China’s science and technology finance, including 
optimizing the institutional environment supporting the development of finance and science and technology, and 
improving the quality and efficiency of scientific and technological innovation in financial services; accelerating 
the innovation of financial instruments to meet the diversified and differentiated financing needs of different types 
of enterprises with different life cycles; and actively improving financial market infrastructure.
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Abstract: The global economies are increasingly focusing on the semiconductor industry, introducing 
policies and strategies to strengthen the support for the development of the semiconductor industry. Familiarizing 
with the strategic layouts and planning of major economies in the semiconductor field helps China to grasp the 
development opportunities of the semiconductor industry and gain international competitive advantages. By 
reviewing the policy planning of economies such as the United States, the European Union, Japan, and South 
Korea in the semiconductor field from 2023, the focus, characteristics, and patterns of each country’s layout 
are summarized. The research found that various economies mainly lay out strategies, investments, supply 
chains, and technology controls. The United States carries out a comprehensive layout and multi-dimensional 
cooperation in the semiconductor field, the European Union strengthens the layout in supply chain security and 
technological innovation, Japan actively promotes supply chain diversification and focuses on enhancing industrial 
competitiveness, and South Korea comprehensively promotes the development and technological innovation of the 
semiconductor industry. Based on these findings, this paper summarizes the implications of the global economies’ 
layouts in the semiconductor field for China.
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